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10 Art anterieur 

Une carte S puce est g6neralement constitute d'un module 
electronique M colle, en pratique au moyen d'une resine ou d'une colle, dans 
une cavite d'un corps, ou support, de carte plastique S, ainsi que cela est 
1 5 schematise sur la figure 1 . ^ 
Le module electronique M est un microcircuit comprenant un ou~ 
plusieurs microprocesseurs (ou plus generalement " puces " 6Iectroniques),-l 
note(s) MP, connecte(s) electriquement a un circuit imprime CI (ou a une grilled 
conductrice) portant les contacts electriques externes de la puce, notes C. Les;< 
20 deux modes de connexions les plus frequents sont : 

• la soudure filaire (voir la figure 2) : la puce MP est reliee aux 
contacts externes C par des fils de connexion F en or ou 
aluminium, noyes dans la resine de protection R, 

• et le montage dit " Flip chip " (voir la figure 3) : la puce MP est 
25 reliee aux contacts externes C par des bossages conducteurs B, 

en pratique noyes dans la resine ou colle de protection R, en 
liaison electrique avec des zones Z de metallisation disposees a 
I'oppose des contacts externes et s'etendant sur la paroi interne 
de canaux traversants CT jusqu'a se raccorder a ces contacts 
30 externes. 

II est a noter que la face A de la puce portant notamment ses plots 
de connexion et ses blocs memoire (non representes), c'est a dire la face sur 
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laquelle ont ete en pratique prealablement effectuees toutes les operations de 
realisation du microcircuit constituant le microprocesseur, laquelle est appelee" 
face active", se situe a I'oppose du circuit imprim6 dans ie cas d'une soudure 
filaire (vers le bas sur la figure 2) et en vis a vis du circuit imprime dans le cas 
5 d'une connexion de type " Flip chip " (done vers le haut sur la figure 3). 

II est aussi a noter que dans certaines cartes (notamment celles du 
type " Dual Interface "), la puce est connectee non seulement aux contacts 
externes, mais aussi aux extremites d'une antenne ANT interne au corps de 
carte (fig. 4). 

10 Quant au support plastique, il porte I'image imprimee de la carte et 

parfois (en particulier dans le cas des cartes bancaires ou d'identite) des 
elements de securite (hologrammes, encres " invisibles motifs complexes a 
imprimer,...), rendant difficile une reproduction de la carte. 

Mais de nombreuses techniques de fraude existent, dont certaines 

15 font appel a une analyse du comportement de la puce en fonctionnement. II est 
ainsi possible, par exemple, pour le fraudeur de perturber, par des moyens 
optiques (flash, laser, ...) appliques sur des zones choisies de la face active, le 
fonctionnement du microprocesseur et d'analyser la reponse du 
microprocesseur a cette perturbation. 

20 Cette technique necessite un acces visuel a la puce tout en 

maintenant I'integrite des connexions electriques afin de permettre son 
fonctionnement. 

Ledit acces visuel est obtenu, soit par enlevement de la partie du 
support plastique constituant le fond de la cavite dans laquelle le module est 
25 colle dans le cas d'une puce connectee par soudure filaire (zone en pointilles 
sur la fig. 5), soit par enlevement de la partie du circuit imprime faisant face a la 
puce dans le cas d'une puce connectee par " Flip chip " (zone en pointilles sur 
la fig. 6). 

Les methodes utilisees comprennent le fraisage ou lamage, I'attaque 
30 acide ou I'utilisation de solvants. 
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L'acces visuel est ainsi obtenu directement si la r6sine ou la colle 
situee entre les fils ou entre les bossages (connexion " Flip chip) est 
transparente. 

Si les resines ou colles comprennent des pigments les rendant 
5 visuellement opaques, il est possible : soit d'utiliser des laser fonctionnant a des 
longueurs d'onde specifiques pour lesquelles ces resines ou colles sont 
transparentes, soit de dissoudre localement lesdites resines ou colles a I'aide 
d'acides ou de solvants n'affectant pas la face active du microprocesseur et ses 
connexions electriques (fig. 7A ou fig.7B ou I'attaque est schematisee par une 
10 fleche). 

L'interet pour le fraudeur de laisser le module dans la carte est de 
pouvoir eventuellement reutiliser cette carte apres analyse, avec les 6lements 
securitaires du support plastique, le " trou " ayant ete dissimule prealablement. 

15 Probleme technique de I'invention ■* 

La presente invention a pour objet une structure de carte a puce pour 
laquelle toute intrusion visant a creer un acces visuel direct a la face active diii 
microprocesseur entraTne la deconnexion irreversible du microcircuit bien que le; 
20 module reste colle dans son support plastique, en consequence de quoi il n'est 
ainsi plus possible de faire fonctionner la puce dans son support en en 
perturbant la face active de fagon controtee par des moyens optiques. 

Solution technique apportee par I'invention 

25 

L'invention propose a cet effet une carte a puce comportant : 
un corps en matiere plastique, 

un module solidaire de ce corps et comprenant un support 
portant des plages externes de connexion electrique, 
30 - au moins une puce electronique portee par ce support et ayant 

une face dite "face active" portant des plages internes de connexion electrique, 
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et des liaisons connectant electriquement, respectivement, 
lesdites plages externes et internes de connexion electrique, 

caracterisee en ce que Tune au moins de ces liaisons comporte une 
piste conductrice qui est conformee et disposee en sorte de surplomber la face 
5 active en en dissimulant visuellement une partie significative par au moins une 
portion de grande largeur et presente au moins une portion de faible largeur 
adaptee a impliquer une deconnexion facile par rupture en cas de deplacement 
de cette piste ou d'elimination de tout ou partie de cette piste vis a vis de cette 
face active. 

10 Ainsi, I'invention propose de realiser une ou plusieurs des 

connexions electriques entre le microprocesseur et le circuit imprime par des 
pistes conductrices opaques dissimulant visuellement une partie significative 
dudit microprocesseur de telle facon que I'observation visueile directe et les 
perturbations optiques de la face active dudit microprocesseur necessitent la 

15 destruction prealable desdites pistes, deconnectant ainsi ledit microprocesseur 
et le rendant inoperant. 

Dans ce contexte, une partie significative de la face active designe 
une partie suffisamment importante, en aire de cette face active ou en nature 
de composants de celle-ci, pour minimiser I'acces optique a cette face active 

20 pour provoquer un fonctionnement intempestif de la (ou des) puce(s). 

Selon les dispositions preferees de I'invention, eventuellement 
combinees : 

certaines au moins des liaisons comportent des pistes 
conductrices ayant des formes conformees et disposees en sorte de se 

25 completer pour dissimuler conjointement la majeure partie de cette face active ; 
il y a done au moins deux pistes conductrices qui, sur une partie de leur 
longueur, ont des formes qui se competent (toutefois sans contact) en sorte 
d'assurer un masquage d'une partie importante de la face active (par majeure 
partie, on designe plus de 50%, voire plus de 75 % de la surface de la face 

30 active), 

au moins cette piste conductrice est constitute d'une 
alternance de motifs de large surface pour dissimuler visuellement une partie 
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significative de ladite au moins une puce electronique et de motifs de plus faibie 
surface pour se rompre facilement en cas de tentative de deplacement de cette 
piste ou de tentative d'elimination de tout ou partie de cette piste vis-a-vis de 
cette puce ; de la sorte chaque piste comporte plusieurs point de rupture 
5 privileges en cas de tentative de deplacement de cette piste ou de tentative 
d'elimination de tout ou partie de cette piste vis-a-vis de la face active, 

* cette au moins une puce electronique a sa face active faisant face 
au fond de la cavite du corps en matiere plastique, et au moins cette piste 
conductrice est realisee au fond de ladite cavite et surplombe ladite face active 

10 en en dissimulant une partie significative a une observation visuelle ; cette 
forme de realisation est done une variante du cas precite de connexion par 
soudure filaire ; cette piste peut etre realisee sur le fond et sur des parois 
laterales de la cavite, ou au contraire sous le fond de celle-ci (elle est par 
exemple portee par un inlet noye dans le corps et raccorde a des puits 

15 conducteurs), 

cette au moins une puce electronique a sa face active faisant 
face au support du module a I'oppose des plages externes de connexion, efrau 
moins cette piste conductrice est realisee sur une face interne du supports 
I'aplomb de cette face active en en dissimulant une partie significative a upe 

20 observation visuelle ; cette forme de realisation est done une variante du cas 
precite de connexion du type "Flip chip", 

au moins cette piste conductrice est realisee sur le fond et des 
parois laterales de ladite cavite en etant reliee electriquement : a une premiere 
plage intermediate realisee sur une face interne du support du module et reliee 

25 electriquement a I'une des plages internes de connexion, et a une seconde 
plage intermediate reliee electriquement a une plage externe de connexion ; il 
est a noter que cette conformation de la piste peut etre utilisee quelle que soit 
I'orientation de la face active : elle est proposee ci-dessus dans le cas ou la 
face active fait face au fond de la cavite, mais elle peut aussi etre utilisee dans 

30 le cas ou la face active fait face a la face interne du support, avec des liaisons 
entre des plages internes de connexion et des zones intermediates, elles- 
memes connectees a des plages externes par I'intermediaire de pistes 
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disposes sur le fond et des cotes de la cavite : on obtient ainsi une protection 
de la puce sur les deux faces de celle-ci, 

• au moins cette piste conductrice est realisee par photogravure, ou 
en variante par d6pQt d'une encre conductrice, ou encore en variante par 

5 emboutissage ou embossage d'une feuille metallique ; ces diverses techniques 
peuvent bien entendu coexister au sein d'une meme carte, meme si, pour des 
raisons de simplicity de fabrication, i! est en pratique prefere de n'utiliser qu'un 
seul type de materialisation des pistes, 

• cette carte comporte une antenne interne reliee electriquement a 
10 cette puce (ou a ces puces), par exemple au sein d'une carte du type "dual 

interface" precite. 

Liste des figures 

15 L'invention sera mieux comprise a la lumiere des explications 

suivantes, donnees a titre d'exemple illustratif non limitatif, en regard des 
dessins annexes sur lesquels : 

• la figure 1 est un schema de principe d'une carte a puce, 

• la figure 2 est un schema de principe, a plus grande echelle, du 
20 module de la carte de la figure 1 , dans le cas de connexions par 

soudure filaire, 

• la figure 3 est un autre schema de principe, a grande echelle, du 
module de la carte de la figure 1 , dans le cas de connexions par 
bossages, 

25 • 'a figure 4 est un schema de principe d'une carte a puce a 

antenne interne, 

• la figure 5 est un schema analogue a celui de la figure 1 dans le 
cas d'un module a connexions par soudure filaire, montrant une 
intrusion, 

30 • la figure 6 est un autre schema analogue a celui de la figure 1 

dans le cas d'un module a connexions par bossages, montrant 
une intrusion, 
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la figure 7A est un schema semblable & celui de la figure 5, 

montrant une attaque pour degager la face active, 

la figure 7B est un autre schema semblable & celui de la figure 6, 

montrant une attaque pour degager la face active, 

la figure 8 est un schema de principe de connexion d'un module 

d'une carte a puce classique, montrant en vue de dessous les 

connexions filaires entre des zones de metallisation de la puce et 

des contacts externes du module, 

la figure 9 est un schema de principe de connexion du module 
d'une carte a puce selon ['invention, montrant en vue de dessous 
les. connexions entre une zone de metallisation de la puce et un 
contact externe du module, via des plages intermediates, et par 
une piste conductrice menagee au fond de la cavite du support 
de carte 

la figure 10 est une vue partielle de cette carte, en coupe eclatee 
selon la piste de la figure 9, 

la figure 11 est un schema analogue a celui de la figure 9, avec 
autant de zones de metallisation et de contacts externes/ que 
dans le schema de la figure 8, *• 
la figure 12 est une vue de dessus montrant une forme de 
realisation des quatre pistes de la figure 11, 
la figure 13 est une autre vue de dessus d'une autre forme de 
realisation d'une piste des figures 9 ou 1 1, 

la figure 14 est une autre vue de dessus d'une paire de pistes 

conformes & la forme de realisation de la figure 13, 

la figure 15 est un schema de principe de connexion d'un module 

d'une carte a puce classique, montrant en vue de dessus les 

connexions par bossages entre des zones de metallisation de la 

puce (vues par transparence) et des contacts externes du 

module, 

la figure 16 est un schema analogue montrant les pistes de 
connexion, au sein d'un module selon I'invention, 
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« la figure 17 est une vue en coupe d'une carte & puce analogue a 
celle de la figure 10 mais comportant une antenne, en coupe en 
partie le long d'une piste et en partie en dehors de cette piste, et 

® la figure 18 est une vue partielle d'une autre carte, selon une 
5 variante de realisation de la figure 10. 

Description detaillee de 1'invention 

La figure 8 montre le mode de connexion filaire classique ou les 
10 plages internes de connexion du microprocesseur MP (numerotees Z1, Z2, Z3, 
Z4, Z5) sont reliees par des fils conducteurs aux plages externes de connexion 
(numerotees X1, X2, X3, X4, X5) via des trous debouchants realises dans le 
support du circuit imprime (voir aussi fig. 2). Sur les dessins, le circuit imprime 
et son support ne sont pas differenties. 
15 Les plages internes et externes de connexion sont en pratique 

realisees par metallisation. 

La figure 9 montre schematiquement un exemple de realisation de 
I'invention dans lequei il y a une connexion par soudure filaire d'une plage de 
metallisation Z1 a une premiere plage intermediaire interne ZV (non 

20 debouchante), connectee a une seconde plage intermediaire interne X1', elle- 
m§me reliee electriquement a la plage externe X1 a laquelle est reliee 
directement la plage de metallisation Z1 du microprocesseur a la figure 8. 

La connexion entre les 2 plages intermediates internes est assuree 
par une piste conductrice a realisee sur le fond de la cavite (voir la fig. 10) en le 

25 traversant a I'aplomb du microprocesseur MP de facon a le dissimuler 
visuellement, au moins partiellement. On observe sur cette figure que les 
plages intermediaires ZV et XV sont toutes deux realisees sur la face interne 
du support CI du module, en regard de plages metallisees 11 et 12 menagees 
sur des plateaux menages a la peripherie de la cavite 13, reliees par la piste 

30 conductrice descendant de ces plateaux le long d'un bord de la cavite, 
s'etendant sur le fond (ici en ligne courbe) jusqu'a remonter sur un autre bord 
jusqu'a I'autre plateau. 
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Dans la variante representee & la figure 18, la piste conductrice a est 
noy6e dans le corps de carte, sous le fond de la cavite, et elle est raccordee 
aux plateaux 11 et 12 par des puits P et R. Plus pr6cis6ment, cette piste a, 
paraltele aux faces du corps de carte, est portee par un inlet integr6 dans ia 
5 structure plastique du corps de carte, et !es puits P et R s'etendent depuis cette 
piste a jusqu'au niveau des plateaux 11 et 12 (ce sont par exemple des puits 
creuses lors du lamage de la cavite puis remplis de colle ou d'adhesif 
conducteur). 

Les figures 11 a 13 presentent des configurations possibles, mais 
10 non exhaustives, des pistes realisees sur (ou sous) le fond de la cavite 
susceptibles de dissimuler de fagon satisfaisante le microprocesseur tout en 
etant facilement deconnectable automatiquement en cas de tentative de 
d6placement ou de tentative d'elimination de tout ou partie de Tune de ces 
pistes en vue de degager un acces visuel ou optique a la face active du 
15 microprocesseur. 

Une tentative domination de tout ou partie d'une piste peut 
consister a enlever un morceau de piste faisant face & une partie de la face 
active sur laquelle veut appliquer une attaque optique. Cela peut etre realise en 
appliquant sur la piste un produit chimique dissolvant, une fralseuse oy tout 
20 simplement un cutter. 

Dans la figure 11, quatre des connexions 6lectriques du 
microprocesseur sont realis6es par des pistes a, b, c et d traversant le fond de 
cavite. Dans la mesure ou elles sont disposees en sorte de passer par une 
zone centrale du fond de la cavite, ['enlevement du fond de la cavite pour 
25 degager un acc6s visuel $ la face active du micro-processeur entraTne en 
principe une degradation par rupture de Tune au moins de ces pistes. 

La figure 12 presente une forme possible de Tune des pistes sur le 
fond de cavite de la carte visant a optimiser la surface du microprocesseur 
dissimulee a Tobservation visuelle. II y a une alternance de portions massives et 
30 de portions etroites faciles a rompre au moindre effort mecanique. 

Plus precisement, chaque piste comporte ici une portion massive 
ayant globalement la forme d'un triangle rectangle isoc^le, tout en presentant 
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une entaille reduisant localement la largeur de cette piste en cette portion 
massive. Ces pistes sont ici disposees en sorte que les sommets des portions 
massives soient a proximite immediate (sans se toucher pour eviter tout court- 
circuit). Conjointement ces pistes torment ainsi un carre adapte a masquer la 
5 majeure partie du micro-processeur, en tout cas sa partie centrale (seuls les 
coins restent degages, mais ils ne comportent pas, en pratique de composants 
importants). 

En raison des entailles, toute tentative d'intrusion par le fond de la 
cavite entraTne quasi-immanquablement la rupture d'au moins I'une des pistes. 

10 L es pistes assurent done a la fois le masquage de la face active tout 

en presentant des points faibles provoquant la deconnexion en cas de tentative 
d'intrusion en deplacant ces pistes pour ecarter ces zones de masquage. 

Dans la figure 13, une seule des connexions est representee : la 
piste a connectant les plages Z1' et X1' non representees est realisee par une 

15 piste traversant le fond de carte mais sa forme alteme des plages de surface 
importantes (pour dissimuler le microprocesseur) et des portions de faible 
largeur (pour rendre la rupture plus facile). Plus precisement la piste presente 
une succession de rectangles transversaux raccordes chacun au suivant (ou au 
precedent) par un court brin de connexion, en un emplacement dans le sens 

20 transversal qui varie de facon aleatoire d'un brin a I'autre, ce qui rend 
impossible de prevoir comment tenter une intrusion au travers de la piste sans 
risquer de degrader celie-ci, notamment en rampant Tun des brins. 

La figure 14 est similaire a la figure 13, mais avec deux connexions a 
et d realisees par des pistes traversant le fond de carte, ici selon des parcours 

25 qui sont en ligne brisee. 

La figure 16 presente une configuration analogue, mais appliquee a 
un module a puce montee retournee (ou " Flip chip ") dont le mode de 
connexion classique est rappele en figure 15. 

Les pistes conductrices a, b, c, d et e ne sont plus ici deposees sur 
30 le fond de cavite mais sur la face interne du support du module. 

Comme precedemment, ce pistes sont disposees et conformees en 
sorte de masquer la majeure partie de la face active du microprocesseur. 
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Chacune des pistes a, b, c et e presente comme dans les exemples precites, 
une alternance de portions massives et de portions etroites, conduisant a la fois 
a un masquage d'une fraction importante de I'aire de la face active et a une tres 
forte probabilite de rupture en cas de tentative de deplacement de I'une des 

5 pistes ou de tentative d'elimination de tout ou partie de cette piste pour degager 
un acces 3 cette face active. 

En fait, une liaison directe schematisee sur cette figure 16 
correspond en pratique a une connexion directe d'un bossage de la figure 3 
contre la zone Z connectee a un contact externe par un trou traversant T (ce 

10 bossage et ce contact externe sont notes B4 et X4 a la figure 16). Par contre, 
I'amenagement des pistes conductrices a, b, c et e implique de dissocier la 
zone Z de cette figure 3 en Une premiere plage intermediaire Z1\ Z2', Z3', ou 
Z5' en contact avec le bossage B1, B2, B3 ou B5, et en une seconde plage 
intermediaire X1\ X2', X3' ou X5' en contact avec les plages externes de 

1 5 contact X1 , X2, X3 et X5 represents en pointilles. 

II va de soi qu'une grande variete de configurations existe quant a ia 
forme et au positionnement des pistes de connexion des plages intermediaires. 
Les regies de conception desdites pistes visent en principe a accrottre leur 
sensibilite a la deconnexion tout en maximisant leur capacite de dissimulation 

20 visuelle du microprocesseur. 

L'alternance de sections larges et etroites et / ou des configurations 
en zig-zag pourront etre combinees, de facon non exhaustive, la presente 
invention visant avant tout le principe de protection visuelle du microprocesseur 
par pistes conductrices facilement deconnectables. 

25 II existe plusieurs techniques pour realiser les pistes de connexion 

des plages intermediaires. Dans le cas d'un module a puce montee retournee, 
les plages de connexion internes et externes sont avantageusement realisees 
par photogravure sur le film constituant le support du module. II est de meme 
facile de creer les pistes de connexion entre lesdites plages de connexion 

30 intermediaires, egalement par photogravure, au cours de la meme operation. 
On peut ainsi utiliser un jeu de masques unique et le surcout de realisation de 
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la presente invention est alors nul ou negligeable par rapport au coQt de 
realisation d'un module standard tel que decrit fig. 3 et 15. 

Dans le cas d'un module a soudure filaire, les plages internes 
intermediates peuvent etre egalement realisees par photogravure. Par contre, 
5 les pistes reliant ces plages doivent etre realisees sur le fond de cavite, par 
exemple par embossage d'une feuille metallique ou encore par tampographie 
d'une encre conductrice ; on peut se referer a cet egard aux documents (voir 
brevets EP0688051 - FR-2736740 - FR-2769389 - FR-2780847 de la 
demanderesse). 

10 La connexion electrique entre les plages intermediaires internes et 

les pistes destinees a relier ces plages peut etre assuree, par exemple, par 
I'intermediaire d'une coile conductrice ou encore par un adhesif anisotrope. II 
est a noter que ces types de connexion sont utilises dans le cadre de la 
realisation des cartes "Duals Interface" mentionnees au debut de la presente 

15 demande (voir aussi, par exemple les brevets FR-2716281 - DE 19647845). 

Dans ce dernier cas, le surcout lie a I'utilisation d'adhesifs 
conducteurs lie a la presente invention disparaTt car lesdits adhesifs sont 
utilises de toute facon pour les connexions electriques entre le circuit imprime et 
Pantenne ; ainsi que cela ressort de la figure 17, la meme colle ou reslne 

20 conductrice ou anisotrope R est utilisee pour connecter une plage interne de 
connexion ZC a I'antenne ANT, et pour connecter une plage intermediate 
interne, telle que Z' a un plage montee sur un plateau 11, comme sur la figure 
10. 

II est a noter enfin que dans le cas d'un module a soudure filaire, la 
25 presente invention assure de facon automatique la deconnexion electrique du 
module en cas de separation dudit module du support plastique. Cette 
caracteristique repond a une certaine demande de securite, en particulier dans 
les domaines bancaire et de 1'identite, concernant le fait que le module ne doit 
pas pouvoir etre separe de son support plastique tout en restant fonctionnel. 

30 
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REVENDICATIONS 

1. Une carte a puce comportant : 

un corps en matiere plastique, 

un module solidaire de ce corps et comprenant un support 
5 portant des plages externes de connexion electrique, 

au moins une puce electronique portee par ce support et ayant 
une face dite "face active" portant des plages internes de connexion electrique, 
et des liaisons connectant electriquement, respectivement, 
lesdites plages externes et internes de connexion electrique, 
10 caracterisee en ce que I'une au moins de ces liaisons comporte une 

piste conductrice qui est conformee et disposee en sorte de surplomber la face 
active en en dissimuiant visuellement une partie significative par au moins une 
portion de grande largeur et presente au moins une portion de faible largeur 
adaptee a impliquer une deconnexion facile par rupture en cas de deplacement 
15 de cette piste ou d'elimination de tout ou partie de cette piste vis a vis de cette 
face active. 

2. - Carte a puce selon la revendication 1, caracterisee en?ee que 
certaines au moins des liaisons comportent des pistes conductrices ayaiit des 
formes conformees et disposees en sorte de se completer pour dissimuler 

20 conjointement la majeure partie de cette face active. 

3. Carte a puce selon la revendication 1 ou la revendication 2, 
caracterisee en ce qu'au moins cette piste conductrice est constitute d'une 
alternance de motifs de large surface pour dissimuler visuellement une partie 
significative de ladite au moins une puce electronique et de motifs de plus faible 

25 surface pour se rompre facilement en cas de tentative de deplacement de cette 
piste ou de tentative d'elimination de tout ou partie de cette piste vis-a-vis de 
cette puce. 

4. Carte a puce selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, 
caracterisee en ce que, cette au moins une puce electronique ayant sa face 

30 active faisant face au fond de la cavite du corps en matiere plastique, au moins 
cette piste conductrice est realisee au fond de ladite cavite et surplombe ladite 
face active en en dissimuiant une partie significative a une observation visuelle. 
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5. Carte a puce selon la revendication 4, caracterisee en ce que 
cette piste conductrice est realisee sur ie fond et sur des parois laterales de 
ladite cavite. 

6. Carte a puce selon la revendication 4, caracterisee en ce que 
5 cette piste conductrice est noyee dans le corps en matiere plastique. 

7. Carte a puce selon la revendication 6, caracterisee en ce que 
cette piste conductrice est portee par un inlet noye dans le corps en matiere 
plastique et est raccorde a des puis conducteurs (P, R). 

8. Carte a puce selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, 
10 caracterisee en ce que, cette au moins une puce electronique ayant sa face 

active faisant face au support du module a I'oppose des plages externes de 
connexion, au moins cette piste conductrice est realisee sur une face interne 
du support a I'aplomb de cette face active en en dissimulant une partie 
significative a une observation visuelle. 

15 9 - Carte a puce selon i'une quelconque des revendications 1 a 8, 

caracterisee en ce qu'au moins cette piste conductrice est realisee au fond de 
ladite cavite en etant reliee electriquement : a une premiere plage intermediate 
realisee sur une face interne du support du module et reliee electriquement a 
I'une des plages internes de connexion, et a une seconde plage intermediate 

20 reliee electriquement a une plage externe de connexion. 

10. Carte a puce selon I'une quelconque des revendications 1 a 9, 
caracterisee en ce qu'au moins cette piste conductrice est realisee par 
photogravure. 

11. - Carte a puce selon I'une quelconque des revendications 1 a 9, 
25 caracterisee en ce qu'au moins cette piste conductrice est realisee par depot 

d'une encre conductrice. 

12. - Carte a puce selon I'une quelconque des revendications 1 a 9, 
caracterisee en ce qu'au moins cette piste conductrice est realisee par 
emboutissage ou embossage d'une feuille metallique. 

30 13 - " Carte a Puce selon I'une quelconque des revendications 

precedentes, caracterisee en ce qu'elle comporte une antenne interne reliee 
electriquement a cette au moins une puce. 



2/6 



MP 



Fig.5 





Hg.7A Fig.7B 



4/6 




zr 

a i i 

v 1 1 



X1 



Z5' 



Fig. 14 



5/6 



B1 B3 




Fig. 15 




Fig. 16 



6/6 




X1 

s 




Fig. 18 




a INSTVTUt 
NATIONAL DB 



INDUSTRIE LIB 



d£partement des brevets 

26 bis, rue da Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

Telephone : 33 (1) 53 04 53 04 Telecople : 33 (1) 42 94 86 54 



CEKTIFICAT D'UmiTE 

Code de la proprtete inteilectuelle - Uvre VI 

DESIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N e 

(A foumir dans le cas od les demandeurs et 
les inventeurs ne sont pas les m§mes personnes) 

Cet imprime est a remplir lisiblement a I'encre noire 



N° 11235*03 



>4iA* 



SIMV 



0B 113 W/ 270601 



Vos references pour ce dossier (facultatij) 




N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL 


www,^ : 


TITRE DE ^INVENTION (200 caracteres ou espaces maximum) 

Carte a puce anti-intrusion 


LE(S) DEMANDEUR(S) : 

OBERTHUR CARD SYSTEMS S.A 
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : 


Q Norn 


LAUNAY 


Prenoms 


Francois 


Adresse 


Rue 


1 3 , rue des Glycines, 


Code postal et ville 


I 4 6 il 0 1 EPRON, France 


Society d'appartenance (facultatij) 








Prenoms 




Adref.se 


Rue 




Code postal et ville 


1 i i i i 1 "1 


Societe d'appartenance (facultatij) 




US Nom 




Prenoms 




Adresse 


Rue 




Code postal et ville 


1 . . . . 1 


Societe d'appartenance (JacullatiJ) 




S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut a droite le N° de la page suivi du nombre de pages. 


DATE ET SIGNATURE(S) 
DU (DES) DEMANDEUR(S) 
OU DU IVIANDATAIRE y 
| (Nom et qualite du signataire) / 


if lljuillet2003 
/Bruno QUANTIN N° 92.1206 
JsANTARELLI 



La loi n°78-17 du 6 janvler 1978 relative a I'informatique, aux fichiers et aux liberies s'applique aux re>onses faites a ce formulaire. 
Elle garantit un droit d'acces et de rectification pour les donn^es vous concernant aupres de FINPI. 



PCT/FR2004/001756 




This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning 
Operations and is not part of the Official Record 

BEST AVAILABLE IMAGES 

Defective images within this document are accurate representations of the original 
documents submitted by the applicant. 

Defects in the images include but are not limited to the items checked: 

□ BLACK BORDERS 

□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 
FADED TEXT OR DRAWING 

^BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING 

□ SKEWED/SLANTED IMAGES 

□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS 

□ GRAY SCALE DOCUMENTS 

□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT 

□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY 

□ OTHER: 

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY. 
As rescanning these documents will not correct the image 
problems checked, please do not report these problems to 
the IFW Image Problem Mailbox. 




